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Abstract of DE1 981 2836 

At least one end of the core (1 ) has a coil-free section (1.1), which integrally forms a coupling plug 
(1.11, 1.12) of the same material as the core, such as a ferrite. A wire end (2.1) is laid round of the coil 
(2) with at least one turn such that a part lies during assembly at the side facing the support surface. 
With the core intended for assembly in orthogonal position w.r.t. the support surface, at least one coil- 
free core section is formed as a rectangular flange, whose side carries the coupling plug. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Induktives Miniatur-Bauelement fur SMD-Montage 
Ein induktives Miniatur-Bauelement fur SMD-Montage 
mit einem einteiligen, massiven Kern (1) aus elektrisch 
schlecht leitendem Material, insbesondere Ferritmaterial 
und mit mindestens einer um den Kern herum angeord- 
neten Spulenwicklung (2). Der Kern (1) besitzt an minde- 
stens einem seiner Enden einen wicklungsfreien Ab- 
schnitt, der als Rechteckflansch (1.1) ausgebildet sein 
kann. An dem wicklungsfreien Abschnitt bzw. Flansch 
(1.1) ist mindestens ein aus dem gleichen Material wie der 
Kern bestehender AnschluBzapfen oder -butzen (1.11, 
1.12) einstuckig angeformt, um den ein Drahtende (2.1, 
2.2) der Wicklung (2) mehrfach angewickelt ist. Im Bereich 
des AnschlufSzapfens sind die Anwickelwindungen auf 
der Unterseite mit einer Verzinnungsschicht versehen. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein induktives Miniatur-Bauele- 
ment fur SMD-Montage mit einem einteiligen massiven 
Kem aus elektrisch schlecht leitendem Material, insbeson- 
dere Ferritmaterial, mit mindestens einer um den Kern 
herum angeordneten Spulen wicklung, wobei der Kem min- 
destens an einem seiner Enden einen wicklungsfreien Ab- 
schnitt aufweist. 

Ein derartiges Bauelement ist beispielsweise in 
DE35 10 638 CI beschrieben, wobei der Kern an beiden 
Enden als Hansche ausgebildete wicklungsfreie Abschnitte 
aufweist, und auf die eine Stirnflache des Kerns als An- 
schlufikontakte Streifenabschnitte aus Metall aufgeklebt 
sind, und Kern, Spulenwicklungen und AnschluBkontakte 
derart mit Kunststofrmaterial umspritzt sind, daB lediglich 
die auBeren Enden der Streifenabschnitte seitiich aus dem 
Kunststofrmaterial herausragen. 

Bei den bekannten Ausfuhrungen solcher Bauelemente 
bestehen Wickelkorper und AnschluBbereich aus unter- 
schiedlichen Werkstoffen. Der Wickelkorper wird meist aus 
einem fur die Anwendung geeigneten Ferrit hergestellt und 
ein TYager, beispielsweise eine Tragerplatte mit den Lotan- 
schlussen aus einem thermisch bestandigen Isolierstoff ge- 
fertigt (z. B. Kunststoff oder Keramik). Der Aufbau erfor- 
dert nicht nur die Herstellung von zwei Einzelteilen, son- 
dem auch noch einen zusatzlichen FiigeprozeB. Infolgedes- 
sen sind die Kosten bereits vor dem Bewickeln, Loten und 
Verpacken der Bauelemente relati v hoch, so daB die Produk- 
tion unwirtschaftlich wird. 

Dies gilt auch fur das eingangs erwahnte bekannte Bau- 
element. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein induktives 
Miniatur-Bauelement fur SMD-Montage zu schaffen, das 
wegen seines einfachen Aufbaues leicht und kostengtinstig 
herstellbar ist, und das in direkter Oberflachenmontage auf 
eine Trageroberflache, beispielsweise einer gedruckten 
Schaltung, aufgesetzt und auf ihr montiert werden kann. 

Die Losung dieser Aufgabe geschiehi erfindungsgeraaB 
prinzipiell mit den Merkmalen aus dem kennzeichnenden 
Teil des Patentanspruchs 1. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
abhangigen Anspriichen beschrieben. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin auf ein 
zusatzliches TYagerelement, beispielsweise eine Trager- 
platte, fur den z. B. aus Ferritmaterial bestehenden Kern 
ganz zu verzichten und am Kem selbst die benotigten An- 
schluBzapfen oder -butzen anzuordnen und zwar derart, daB 
sie aus dem gleichen Material wie der Kem bestehen und 
einstuckig an inn angeformt sind. Um diese AnschluBzapfen 
werden die Drahtenden der Wicklung jeweils derart herum- 
gefuhrt, daB ein Teil der An wicklung an der Seite des Kems 
liegt, die bei der Montage des Bauelements der TYagerober- 
flache zugewandt ist. Auf diese Weise kann das Bauelement 
direkt auf der Trageroberflache montiert und mit ihr verlotet 
werden. 

Je nach Art der Induktivitat werden am Kem zwei oder 
mehr AnschluBzapfen oder -butzen angeordnet, zum Bei- 
spiel vier fiir tJbertrager mit zwei Wicklungen oder sechs fur 
Ubertrager mit drei Wicklungen. Je nach Drahtstarke ist es 
vorteilhaft, die Unterseite der AnschluBzapfen oder -butzen 
mit einer Metallisierung zu versehen (z. B. Leitsilber oder 
dergL). 

Es sind grundsatzlich zwei Ausfuhrungsformen des erfin- 
dungsgemaBen Bauelements vorgesehen. Bei einer ersten in 
den Anspriichen 2 bis 1 1 naher beschriebenen Ausfuhrungs- 
form ist die Ausbiidung des Bauelements so, daB es mit in 
seiner Langsrichtung senkrecht zur Trageroberflache ange- 



ordnetem Kem montiert wird. Es handelt sich hier um eine 
stehende Bauform, die den Vorzug hat, einen geringen Fla- 
chenbedarf zu besitzen und ein geringes magnetisches 
Streufeld. Die Bauform eignet sich besonders fur Spulen 
5 oder Resonanzkreise in Filterschaltungen sowie fur Spei- 
cherdrosseln zur Spannungstransformation oder Entstor- 
drosseln im Bereich der EMV. Bei dieser Bauform ist min- 
destens an dem bei der Montage auf der Trageroberflache 
aufsitzenden Teil des Kems ein Flansch vorgesehen, an dem 
to die AnschluBzapfen oder -butzen angeordnet sind. An dem 
bei der Montage oberen Ende kann ebenfalls ein Flansch 
vorgesehen sein, der eine ebene Oberflache aufweist, die als 
Ansaugflache zur vollautomatischen Plazierung aus dem 
Transportgurt auf die gedruckte Schaltung mittels einer Va- 
15 kuumpipette einer speziellen Bestiickungsmaschine geeig- 
net ist. 

Eine zweite in den Anspriichen 12 bis 20 naher erlauterte 
Bauform ist zur Montage mit in seiner Langsrichtung paral- 
lel zur Trageroberflache angeordnetem Kem gedacht. Es 
20 handelt sich hier um eine liegende Bauform, die den \brzug 
besitzt, daB sie einen geringen Hohenbedarf aufweist. Diese 
Ausfuhrungsform besitzt naturgemaB groBere magnetische 
Streufelder und eignet sich daher besonders fur die Verwen- 
dung als Antenne, z. B. zum Empfang des Zeitsignals fur 
25 Funkuhren oder ahnliche Anwendungen. Bei dieser Bau- 
form besitzt das Bauelement im allgemeinen zwei am Ker- 
nende liegende Tragerstiicke, wobei die AnschluBzapfen 
oder -butzen an den Seitenflachen dieser Tragerstiicke ange- 
formt sind. Es konnen beide Tragerstiicke mit AnschluBzap- 
30 fen oder -butzen versehen sein, es ist aber auch moglich, nur 
eines der Tragerstiicke mit AnschluBzapfen oder -butzen zu 
versehen. Eines oder mehrere der Tragerstiicke konnen an 
der bei der Montage nach oben weisenden Oberflache eine 
ebene Oberflache aufweisen als Ansaugflache fur die Va- 
35 kuum-Pipette eines Montageroboters. 

Zur Herstellung des erfindungsgemaBen Miniatur-Bau- 
elements sind zur Erzielung eines schlecht leitenden Materi- 
als Werkstoffe mit hohem spezifischem Widerstand geeig- 
net. Hierdurch werden Leckstrome oder unerwunschie Be- 
40 dampfungen und Funktionsbeeintrachtigungen verrnieden. 
Wie weiter unten anhand von Ausfiihrungsbeispielen na- 
her erlautert, eroffnet das erfindungsgemaBe Miniatur-Bau- 
element zusatzlich die gleichzeitige Verschaltung der Induk- 
tivitat mit einem Parallel-Kondensator zu einem Resonanz- 
45 kreis. Zu diesem Zweck werden an einem oder beiden Flan- 
schen bzw. Tragerstiicken Chip-Kondensatoren direkt ange- 
ordnet. Diese konnen sich bei den Flanschen beispielsweise 
in Ausnehmungen an der Unterseite befinden oder auch an 
den Seitenflachen der Tragerstucke. Beim Umwickeln der 
50 AnschluBzapfen oder -butzen mit den Wickiungsenden kann 
der Chip-Kondensator direkt am Kem fixiert werden. Die 
Metallisierungsflachen des Chip-Kondensators vergroBern 
in diesem Fall die AnschluBflachen und ermoglichen auf 
diese Weise die Verwendung sehr dunner Drahte, ohne daB 
55 hier eine eigene Metallisierung vorgenommen werden muB. 
Im folgenden werden anhand der beigefugten Zeichnun- 
gen Ausfiihrungsbeispiele fur das erfindungsgemaBe induk- 
tive Miniatur-Bauelement beschrieben. 
In den Zeichnungen zeigen: 
60 Fig. 1 in perspektivischer Darstellung ein induktives Mi- 
niatur-Bauelement fur SMD-Montage in stehender Bau- 
form; 

Fig. 2 in einer gegeniiber Fig. 1 leicht vergrofierten per- 
spektivischen Teildarstellung das Bauelement nach Fig. 1 
65 im Bereich eines AnschluBzapfens; 

Fig. 3 in einer Darstellung analog Fig. 1 eine Variante des 
Bauelements, die als ttbertrager ausgebildet ist; 

Fig. 4 in einer perspekUvischen Ansicht auf die Unter- 
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seite eine Variante des Bauelements nach Fig. 1, die als Re- 
sonanzkreis ausgebildet ist; 

Fig. 5 in einer perspektivischen Darstellung ein indukti- 
ves Miniatur-Bauelement in liegender Bauform, das als 
Drossel ausgebildet ist; 5 

Fig. 6 in einer Darstellung analog Fig. 5 ein Bauelement 
in liegender Bauform, das als Resonanzkreis ausgebildet ist; 

Fig. 7 ein induktives Miniatur-Bauelement in liegender 
Bauform mit einem zusatzlichen Tragerstuck. 

Das in Fig. 1 dargestellte induktive Miniatur-Bauelement io 
fiir SMD-Montage besitzt einen einteiligen Kern 1 aus elek- 
trisch schlecht leitendem Ferritmaterial, der an seiner bei der 
Montage der nicht dargestellten Trageroberflache zuge- 
wandten Seite einen rechteckigen Ransch 1.1 und an der an- 
deren Seite einen Rundflansch 1.2 aufweist. Die beiden 15 
Ransche bestehen aus dem gleichen Ferritmaterial und sind 
einstiickig mit dem Kern 1 verbunden. Auf den Kern ist eine 
Wicklung 2 direkt aufgebracht, deren Enden 2.1 und 2.2 je- 
weils in mehreren Windungen um AnschluBzapfen l.U und 
1.12 herumgefuhrt sind. Die AnschluBzapfen 1.11 und 1.12 20 
sind an zwei sich gegeniiberliegenden Schmalseiten des 
Flansches 1.1 angeordnet. Sie bestehen ebenfalls aus dem 
gleichen Ferritmaterial und sind mit dem Flansch 1.1 ein- 
stiickig verbunden. Fig. 2 zeigt den Ransch 1.1 etwas ver- 
gr6Bert im Bereich eines der AnschluBzapfen 1.11. Wie er- 25 
kennbar, besitzt der AnschluBzapfen 1.11 einen sich von in- 
nen nach auBen trapezfbrmig erweiternden Querschnitt, wo- 
mit erreicht wird, daB die um ihn herumgelegten Windungen 
des Drahtendes 2.1 der Wicklung nicht abrutschen kdnnen. 
In Fig. 2 weist die Unterseite des Ransches 1.1, die bei der 30 
Montage der Trageroberflache zugewandt ist, nach oben. Im 
Bereich des AnschluBzapfens 1.11 sind die Anwinkelwin- 
dungen auf der Unterseite mit einer Verzinnungsschicht 
2.12 versehen. Eine ahnliche Ausbildung weist in nicht dar- 
gestellter Weise der AnschluBzapfen 1.12 auf. Diese Verzin- 35 
nungsschichten 2.12 bilden bei der Montage Kontaktflachen 
und dienen als AnschluBelemente fur das Bauelement. 

Der Rundflansch 1.2 besitzt an seiner Oberseite eine 
ebene Oberflache, die als Ansaugflache fur die Vakuum-Pi- 
pette eines nicht dargestellten Montageroboters dient. 40 

Die in Fig. 3 dargestellte Variante des Bauelements ist als 
SMD-Ubertrager ausgebildet. Sie besitzt einen Kern 3 mit 
einem rechteckigen Flansch 3.1 an der Unterseite und einen 
Rundflansch 3*2 an der Oberseite. Auf den Kern 3 sind zwei 
Wicklungen 4 und 5 direkt aufgebracht. Die Drahtenden 4.1 45 
und 4.2 der Wicklung 4 sind um AnschluBzapfen 3.11 und 
3.12 herumgefuhrt, die nebeneinander an der einen Schmal- 
seite des Ransches 3.1 angeordnet sind. Die Drahtenden 5.1 
und 5.2 der Wicklung 5 sind um AnschluBzapfen 3.13 und 
3.14 herumgefuhrt, die an der gegeniiberliegenden Schmal- 50 
seite des Flansches 3.1 angeordnet sind. An der Unterseite 
des Ransches 3.1 kdnnen in nicht dargestellter Weise im Be- 
reich der AnschluBzapfen analog Fig. 2 Verzinnungsschich- 
ten als Kontaktflachen angeordnet sein. Die Oberseite des 
Rundflansches 3 J ist wiederum als Ansaugflache ausgebil- 55 
det. 

In Fig. 4 ist eine Variante des Bauelements dargestellt, die 
als SMD-Resonanzkreis ausgebildet ist. 

Das Bauelement besitzt einen Kem 6 mit einem Recht- 
eckflansch 6.1 an der Unterseite und einem Rundflansch 6.2 60 
an der Oberseite. Auf den Kem 6 ist eine Wicklung 7 direkt 
aufgebracht, deren Drahtenden 7.1 und 7.2 um AnschluB- 
zapfen 6.U und 6.12 herumgefuhrt sind, die an den gegen- 
iiberliegenden Schmalseiten des Ransches 6.1 angeordnet 
sind. Weiterhin ist in der unteren Oberflache des Ransches 65 
6.1 eine Ausnehmung angeordnet, in die ein Chip-Konden- 
sator 8 eingelegt ist. An seinen beiden Enden besitzt der 
Chip-Kondensator 8 metallisierte Lotflachen 8.1 und 8.2. 



Die Drahtenden 7.1 und 7.2 der Wicklung 7 sind um die An- 
schluBzapfen 6.11 und 6.12 derart herumgefuhrt, daB sie an 
der Unterseite auch iiber die Lotflachen 8.1 und 8.2 des 
Chip-Kondensators 8 laufen. Damit ist die Wicklung 7 an 
den Chip-Kondensator 8 angeschlossen und die Lotflachen 
8.1 und 8.2 des Chip-Kondensators 8 bilden gemeinsam mit 
den Anwickelwindungen die Anschliisse des Bauteils. Wei- 
terhin sind an der Unterseite des Ransches 6.1 StandfuBe 9 
angeordnet. Die obere Oberflache des Rundflansches 6.2 ist 
wiederum als Ansaugflache ausgebildet. 

Fig. 5 zeigt eine Drossel in liegender Bauform mit einem 
Kern 10 aus Ferritmaterial, auf den eine Wicklung 11 direkt 
aufgebracht ist und der an seinen beiden Enden als wick- 
lungsfreie Abschnitte Tragerstucke 10.1 und 10.2 aufweist, 
die an den in Langsrichtung des Kerns verlaufenden Seiten- 
flachen angeformte AnschluBbutzen 10.11, 10.12 bzw. 
10.21, 10.22 aufweisen. Die Seitenflansche 10.13 und 10.23 
dienen zur Begrenzung der Wicklung. Um einige dieser An- 
schluBbutzen (10.11 und 10.21) sind die Drahtenden 11.1 
bzw. 11.2 der Wicklung 11 herumgefuhrt. An der Unterseite 
der Tragerstucke 10.1 und 10.2 konnen in nicht dargestellter 
Weise im Bereich der AnschluBbutzen 10.11 bzw. 10.21 
Metallisierungsschichten als AnschluBflachen aufgebracht 
sein. Die oberen Oberflachen 103 bzw. 10.4 der Trager- 
stucke 10.1 und 10.2 sind als ebene Rachen zurBildung von 
Ansaugflachen fur die Vakuum-Pipette eines Montagerobo- 
ters ausgebildet. 

Wie bei den anhand der Fig. 1 bis 4 beschriebenen Aus- 
fuhrungsformen sind auch hier der Kern 10, die Trager- 
stucke 10.1 und 10.2 sowie die AnschluBbutzen 10.11, 10.12 
sowie 10.21, 10.22 und die Seitenflansche 10.13 und 10.23 
aus dem gleichen Ferritmaterial bestehend, einstiickig mit- 
einander verbunden. 

Fig. 6 zeigt eine Variante des Bauteils nach Fig. 5, die als 
Resonanzkreis ausgebildet ist. Der Kern 12 besitzt an einem 
Ende ein Tragerstuck 12.1 mit AnschluBbutzen 12.11 bzw. 
12.12 an den in Langsrichtung verlaufenden Seitenflachen. 
Am anderen Ende des Kerns 12 ist ein Tragerstuck 12.2 an- 
geordnet, das keine AnschluBbutzen aufweist. Auf dem 
Kern ist direkt eine Wicklung 13 aufgebracht, deren Draht- 
enden 13.1 und 13.2 um die AnschluBbutzen 12.11 und 
12.12 herumgefuhrt sind. An der Unterseite des Trager- 
stiicks 12.1 sind im Bereich der AnschluBbutzen 12.11 und 
12.12 Metallisierungsschichten 15 und 16 als AnschluBfla- 
chen aufgebracht. Im Bereich zwischen den Butzen 12.12 
und 12.13 ist ein Chip-Kondensator 18 eingesetzt, iiber des- 
sen Kontaktflache das Drahtende 13.2 der Wicklung 13 ge- 
fuhrt ist. An der Unterseite des Tragerstucks 12.2 ist eben- 
falls eine Metallisierungsschicht 17 zum Anloten des Bau- 
elements angeordnet. Die Oberseiten 19 bzw. 20 der Trager- 
stucke 12.1 und 12.2 sind als ebene Ansaugflachen ausgebil- 
det. 

Fig. 7 zeigt ein induktives Bauelement in liegender Bau- 
form, das etwas anders ausgebildet ist. Der Ferritkern 21, 
auf den die Wicklung 22 direkt aufgebracht ist, besitzt an 
beiden Enden Tragerstucke 21.1 und 21.2, wobei diesmal 
die AnschluBbutzen 21.11 und 21.21 an den in Querrichtung 
zum Kem verlaufenden Stirnflachen der Tragerstucke 21.1 
und 21.2 angeordnet sind. Um die AnschluBbutzen 21.11 
und 21.21 sind die Drahtenden 22.1 und 22 2 der Wicklung 
22 in der schon beschriebenen Weise herumgefuhrt. Das 
Bauelement besitzt im mittleren Bereich ein weiteres ange- 
formtes Tragerstuck 23, das mil einer ebenen Oberflache als 
Ansaugflache ausgeriistet ist. Das Bauelement kann somit 
mit einer Vakuum-Pipette in der Mitte iiber dem Schwer- 
punkt ergriffen und positioniert werden. 
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Palentanspriiche 

1. Induktives Miniatur-Bauelement fur SMD-Montage 
mit einem einteiligen massiven Kern aus elektrisch 
schlecht leitendem Material, insbesondere Ferritmate- 5 
rial, rait mindestens einer um den Kern herum angeord- 
neten Spulenwicklung, wobei der Kern mindestens an 
einem seiner Enden einen wicklungsfreien Abschnitt 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB an minde- 
stens einem wicklungsfreien Abschnitt (1.1, 3.1, 6.1, io 

10.1. 10.2. 12.1, 21.1, 21.2) des Kerns mindestens ein 
aus dem gleichen Material wie der Kern (1, 3, 6, 10, 12, 
21) bestehender AnschluBzapfen oder -butzen (1.11, 

I. 12, 3.11-3.14, 6.11, 6.12, 10.11, 10.21, 12.11, 12.12, 
21.11, 21.21) einstuckig angefonnt ist um den ein 15 
Drahtende (2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 11.1, 

11.2. 13.1. 13.2, 22.1, 22.2) einer Wicklung (2, 4, 5, 7, 

II, 13, 22) mit mindestens einer Windung derart her- 
umgefuhrt ist, daB ein Teil der An wicklung an einer bei 
der Montage des B auelements der Trageroberflache zu- 20 
gewandten Seite des Kerns liegt. 

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei einem Bauelement zur Montage mit 
in seiner Langsrichtung senkrecht zur Trageroberflache 
angeordnetem Kern mindestens ein wicklungsfreier 25 
Abschnitt des Kems als vorzugsweise rechteckiger 
Flansch (1.1, 3.1, 6.1) ausgebildet ist, der an minde- 
stens einer seiner Seiten mindestens einen AnschluB- 
zapfen oder -butzen (1.11, 1.12, 3.11-3.14, 6.11, 6.12) 
aufweist. 30 

3. Bauelement nach Anspruch 2, das als ttbertrager 
oder Spule mit Anzapfung ausgebildet ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB an je zwei einander gegenuberlie- 
genden Seiten des Ransches (3.1) mindestens je zwei 
AnschluBzapfen oder -butzen (4.1, 4.2; 5.1, 5.2) ange- 35 
ordnet sind. 

4. Bauelement nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB jeder AnschluBzapfen oder -butzen 
(1.11, 1.12, 3.11-3.14, 6.11, 6.12) einen sich vorzugs- 
weise von innen nach auBen erweiternden Querschnitt 40 
besitzt. 

5. Bauelement nach einem der Anspriiche 2 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Flansch (2.1) an seiner, 
bei der Montage des Bauelements der Irageroberflache 
zugewandten Unterseite mindestens im Bereich der um 45 
die AnschluBzapfen oder -butzen herumgefuhrten 
Drahtenden (2.1) eine Metallisierungsschicht (2.12) 
aufweist. 

6. Bauelement nach einem der Anspriiche 2 bis 5, das 
als Resonanzkreis ausgebildet ist, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB an der bei der Montage des Bauelements 
der Trageroberflache zugewandten Unterseite des Flan- 
sches (6.1) ein Chip-Kondensator (8) angeordnet ist. 

7. Bauelement nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip-Kondensator als metallisierte 55 
Flachen ausgebildete Anschlusse (8.1, 8.2) aufweist, an 
welchen die um die AnschluBzapfen oder -butzen 
(6.11, 6.12) herumgefuhrten Drahtenden (7.1, 7.2) an- 
liegen. 

8. Bauelement nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB die metallisierten Flachen (8.1, 8.2) des 
Chip-Kondensators (8) zusammen mit den Anwickel- 
windungen die Anschlusse des Bauelements sind. 

9. Bauelement nach einem der Anspriiche 6 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Chip-Kondensator (8) 65 
in einer Ausnehmung der Unterseite des Flansches 
(6.1) angeordnet ist. 

10. Bauelement nach einem der Anspriiche 6 bis 9, da- 



durch gekennzeichnet, daB an der Unterseite des Flan- 
sches (6.1) StandfuBe (9) angeordnet sind. 

11. Bauelement nach einem der Anspriiche 2 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB an dem vom vorzugs- 
weise rechteckigen Flansch abgewandten Ende des 
Kerns (1, 3, 6) vorzugsweise ein Rundflansch (1.2, 3.2, 
6.2) angeordnet ist, der an seiner AuBenseite eine 
ebene Oberflache aufweist als Ansaugflache fur die Va- 
kuum-Pipette eines Montageroboters. 

12. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei einem Bauelement zur Montage mit 
in seiner Langsrichtung parallel zur Trageroberflache 
angeordnetem Kern (10, 12, 21) mindestens ein wick- 
lungsfreier Abschnitt des Kerns als am Kemende lie- 
gendes Tragerstiick (10.1, 10.2, 12.1, 12.2, 21.1, 21.2) 
ausgebildet ist, das an mindesten einer seiner im mon- 
tierten Zustand des Bauelements senkrecht zur Trager- 
oberflache ausgerichteten Seitenflachen mindestens ei- 
nen AnschluBzapfen oder -butzen (10.11, 10.12, 10.21, 
10.22, 10.23, 12.11, 12.12, 21.11, 21.21) aufweist. 

13. Bauelement nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mindestens ein AnschluBzapfen oder - 
butzen (10.11, 10.12, 10.21, 10.22, 12.11, 12.12) an ei- 
ner der in Langsrichtung des Kerns (10, 12) verlaufen- 
den Seitenflachen des Tragerstiicks angeordnet ist 

14. Bauelement nach Anspruch 12 oder 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens ein AnschluBzapfen 
oder -butzen (21.11, 21.21) an einer quer zur Langs- 
richtung des Kerns (21) verlaufenden Seitenflache des 
Tragerstiicks (21.1, 21.2) angeordnet ist 

15. Bauelement nach einem der Anspriiche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Tragerstiick (12.1, 
12 2) an seiner bei der Montage des Bauelements der 
Trageroberflache zugewandten Unterseite mindestens 
im Bereich der um die AnschluBzapfen oder -butzen 
(12.11, 12.12) herumgefuhrten Drahtenden (13.1, 13.2) 
eine Metallisierungsschicht (15, 16, 17) aufweist. 

16. Bauelement nach einem der Anspriiche 12 bis 15, 
das als Drossel ausgebildet ist, dadurch gekennzeich- 
net, daB an beiden Enden des Kems (10, 21) Trager- 
stucke (10.1, 10.2, 21.1, 21.2) mit AnschluBzapfen 
oder -butzen (10.11, 10.12, 10.21, 10.22, 21.11, 21.21) 
angeordnet sind. 

17. Bauelement nach einem der Anspriiche 12 bis 15, 
das als Resonanzkreis ausgebildet ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an mindestens einer seiner Seitenflachen 
mindestens eines Tragerstiicks (12.1) ein Chip-Kon- 
densator (18) angeordnet ist. 

18. Bauelement nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip-Kondensator (18) als metalli- 
sierte Flachen ausgebildete Anschlusse aufweist, wo- 
bei an mindestens einem der Anschlusse ein um einen 
AnschluBzapfen oder -butzen (12.12) herumgefuhrtes 
Drahtende (13.2) der Wicklung (13) anliegt. 

19. Bauelement nach einem der Anspriiche 12 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eines derTVa- 
gerstiicke (10.1, 10.2, 12.1, 12.2) an seiner im montier- 
ten Zustand des Bauelements von der Trageroberflache 
abgewandten Oberseite eine ebene Oberflache (103, 
10.4, 19, 20) aufweist als Ansaugflache fur die Va- 
kuum-Pipette eines Montageroboters. 

20. Bauelement nach einem der Anspriiche 12 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich der Mitte des 
Kerns (21) ein zusatziiches Tragerstiick (23) angeord- 
net ist, das an seiner im montierten Zustand des Bau- 
elements von der Trageroberflache abgewandten Ober- 
seite eine ebene Oberflache aufweist als Ansaugflache 
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fur die Vakuum-Pipette eines Montageroboters. 
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